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언더필은 열 경화성 접착제로 외부의 화학적/물리적 충격으로부터 반도체 패키지를 보호하

는 역할을 하며, 패키지와 PCB 기판 사이에 위치하여 열팽창 계수(CTE) 차이로 인하여 발생

하는 응력을 고르게 분산시켜 부품 및 모듈의 신뢰성을 향상키는 중요한 역할을 한다. 최근

고기능/미세피치화에 따른 모바일 기기 및 자동차 전장부품의 열과 충격 방지를 위하여 언

더필 접착제 특성변화가 끊임없이 요구되어지고 있다. 언더필 접착제 개발 시에는 경화 조

건 외에도 가사시간(pot life), 작업성,유동성,저장성, rework 특성 뿐만아니라 열 충격, 낙하

충격 등 모듈적용 후 신뢰성을 고려하여 최적화된 배합을 설계하여야 한다. 본 연구에서는

언더필 접착제에 요구되는 특성에 따라, 구성 성분 선정 및 구성물질의 역할에 맞게 함량과

특성을 제어하여 그에 따른 경화 거동 및 물성변화를 관찰하였다.
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